
Reliability Qualification
Amkorのパッケージ認定試験では、3つの別々の製造ロットと、テストグルー
プ当たりMin77pcsの製品を使用します。すべての検査にはJSTD-020に準拠し
た前処理が含まれます。

	f MSL特性
	▷ 8L: JEDEC level 1, 85°C/85% RH, 168 hours
	▷ 8L以外の場合: JEDEC level 3, 30°C/60% RH, 192 hours 

	f uHAST : 130°C/85% RH, no bias, 96 hours
	f 温度サイクル：-65°C/+150°C, 500 cycles
	f 高温保管（HTS）：150°C, 1000 hours

SOIC（Small Outline IC Package）は、最適なパフォーマンスを求め
られるアプリケーションに適したリードフレームベースパッケージで
す。この業界標準パッケージは幅広く生産されており、様々なアプリケ
ーションに高付加価値で低コストなソリューションを提供します。

Thermal Performance
強制対流、シングルレイヤーPCB

強制対流、マルチレイヤーPCB

Pre-JEDEC標準テストボード

JEDEC標準テストボード

Electrical Performance
シミュレーション @ 100 MHz
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θJA at (°C/W) by Velocity (LFPM)

0 200 500

8 Ld 4.9 x 3.8 2.3 x 2.3 153.3 128.5 115.5

20 Ld 12.8 x 7.6 5.1 x 4.1 83.2 65.7 57.5

Package Body Size
(mm)

Pad Size
(mm)

θJA at (°C/W) by Velocity (LFPM)

0 200 500

8 Ld 4.9 x 3.8 2.3 x 2.3 112.7 103.3 97.1

Package Body Size 
(mm)

Pad Size
(mm) Lead Inductance

(nH)
Capacitance

(pF)
Resistance

(mΩ)

8 Ld 4.9 x 3.8 3.6 x 2.3 Longest 1.25 0.263 8.2

– – – Shortest 0.718 0.218 5.1
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FEATURES

	f Cuワイヤ接続による低コスト

	f JEDEC標準パッケージアウトライン

	f マルチチップ対応

	f ストリップテストを含むターンキーテス
トサービス

	f グリーンマテリアル標準 –  
PbフリーおよびRoHS準拠

	f ステルスダイシング（細いダイシング
ライン）

	f より大型／より高密度のリードフレーム
ストリップ

	f MSLを改善するためのリードフレーム
粗化

PROCESS HIGHLIGHTS

	f AuめっきPCCワイヤ標準 
Au/Agワイヤ対応

	f ウェハバックグラインディング対応

	f マルチチップ、チップスタック対応

	f NiPdAu（PPF）リード標準、無光沢Sn
オプション

	f パッケージレーザーマーク



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Services And Support
Amkorは、お客様に高品質な製品を迅速かつ低コストで市
場に投入していただくためのサポートをする幅広いリソー
スをご用意しています。

	f すべてのパッケージ特性評価に対応
	f 熱特性、機械的ストレス、電気的性能のモデリング
	f ターンキーアセンブリ、テストおよびドロップシップ
	f ワールドワイドレベルの信頼性検査と不良解析

 
Test Services

	f プログラム作成／コンバージョン
	f ウェハプローブ
	f バーンイン対応
	f -55°C～+165°Cテスト対応
	f ストリップテスト対応

Shipping Options 
	f 帯電防止チューブ、20インチ
	f テープ&リール
	f ドライパック
	f ドロップシップ

Cross Section SOIC

Configuration Options
SOIC Nominal Package Dimensions (Inches)

Package 
Type

Lead 
Count

Body 
Width

Body 
Length

Body 
Thickness Standoff Overall 

Height
Lead 
Pitch Tip-to-Tip JEDEC

SOIC
(Narrow)

8 0.150 0.194 0.058 0.006 0.064 0.050 0.236 MS-012

14 0.150 0.342 0.058 0.006 0.064 0.050 0.236 MS-012

16 0.150 0.391 0.058 0.006 0.064 0.050 0.236 MS-012

SOIC
(Wide)

16 0.300 0.407 0.092 0.009 0.101 0.050 0.406 MS-013

20 0.300 0.505 0.092 0.009 0.101 0.050 0.406 MS-013
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